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多层布线用金导体浆料规范

1 范围

本标准规定了多层布线用金导体浆料的定义、技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、

贮存。

本标准适用于由金粉、玻璃粉、有机载体以及添加剂组成,满足印刷特性的多层布线用金导体浆料

(以下简称金导体浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SJ/T11512—2015 集成电路用 电子浆料性能试验方法

3 术语和定义

3.1
方数 squarenumber
浆料烧结膜图形的长/宽比值,单位符号用□表示。

4 技术要求

4.1 金导体浆料性能

金导体浆料性能应符合表1的规定。

表1 金导体浆料性能

性能 细度/μm
黏度a

Pa·s(25℃,10rpm)
固体含量/%

参数指标 ≤8 290—410 ≥80.0

  a 黏度范围内的具体数值由供需双方协商确定。

4.2 金导体浆料烧成膜性能

金导体浆料烧成膜性能应符合表2的规定。
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